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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES —

Partie 3: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a 'assemblage par brasage
de trous traversants

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondial
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de |la EI) La
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de norm domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, tionales
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels mité i intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouverneme mentales, en
liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEI c ment avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées pa

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les q i i eprése€ntent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, nités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous
comme normes, rapports techniques ou g

4) Dans le but d'encourager l'unification international
fagon transparente, dans toute la mesure po
nationales et régionales. Toute divergenceg
correspondante doit étre indiquée en terme

5) La CEIl n'a fixé aucune proc
n’est pas engagée quand un

6) L’attention est attirée sur\e fai
I'objet de droits de poprl' i e droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de @ ifi e propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationa 1913 a> été établie par le comité d'études 91 de la CEl:

Technique du mo

Le texte de ce

FDIS Rapport de vote

91/133/FDIS 91/144/RVD

Le rapport de voteNindiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

La CEI 61191 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Ensembles de
cartes imprimées:

Partie 1: Spécification générique — Exigences relatives aux ensembles électriques et électro-

niques brasés utilisant les techniques de montage en surface et associées

Partie 2: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a l'assemblage par brasage pour

montage en surface

Partie 3: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a l'assemblage par brasage de

trous traversants

Partie 4: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a 'assemblage de bornes par brasage

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Cette norme doit étre lue conjointement avec la CEl 61191-1.


https://webstore.iec.ch/publication/4813&preview=1

This is a preview - click here to buy the full publication

61191-3 O IEC:1998 -5-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARD ASSEMBLIES —

Part 3: Sectional specification —
Requirements for through-hole mount
soldered assemblies

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for st ization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objec to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the eleCtxi ¢ _fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International ration is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested In th with may

participate in this preparatory work. International, governmental and nan-gove
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates ¢ e
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determine agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techniCal matte
international consensus of opinion on the relevant subjects €
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of

4) In order to promote international unification,
Standards transparently to the maximum
divergence between the IEC Standard and
indicated in the latter.

their national and regional standards. Any
ational or regional standard shall be clearly

5) The IEC provides no marki ] indi apr al and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in

6) Attention is drawn to the elements of this International Standard may be the subject

Jle for identifying any or all such patent rights.

of patent rights. The IEC
International Sta@ € has been prepared by IEC technical committee 91: Surface
mounting technolo

The text of this standard\s based>aen

\/ FDIS Report on Voting

91/133/FDIS 91/144/RVD

e following documents:

Full information the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the" above table.

IEC 61191 consists of the following parts, under the general title: Printed board assemblies:

Part 1: Generic specification — Requirements for soldered electrical and electronic assemblies
using surface mount and related assembly technologies

Part 2: Sectional specification — Requirements for surface mount soldered assemblies

Part 3: Sectional specification — Requirements for through-hole mount soldered assemblies

Part 4: Sectional specification — Requirements for terminal soldered assemblies
Annex A forms an integral part of this standard.

This standard is to be read in conjunction with IEC 61191-1.
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ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES —
Partie 3: Spécification intermédiaire —

Exigences relatives a 'assemblage par brasage
de trous traversants

1 Geénéralités

1.1 Domaine d'application

surface, montage a puce, montage a borne).

1.2 Classification

Niveau A: Produits élec
Niveau B: Produits é
Niveau C: Produits &
C'esta I'utilisate
le produit appartieh
différents niveaux

ent la responsabilité de déterminer le niveau auquel
ettre d'éventuels empiétements de matériels entre

Les docume atifS”suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEIl 61191.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEIl 61191 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CEl et de I'|SO possédent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 61191-1:1998, Ensembles de cartes imprimées — Partie 1: Spécification générique —
Exigences relatives aux ensembles électriques et électroniques brasés utilisant les techniques de
montage en surface et associées


https://webstore.iec.ch/publication/4813&preview=1

This is a preview - click here to buy the full publication

61191-3 O IEC:1998 _7_

PRINTED BOARD ASSEMBLIES —
Part 3: Sectional specification —

Requirements for through-hole mount
soldered assemblies

1 General

1.1 Scope

(THT), or the THT portions of those assemblies that mclude
surface mount, chip mounting, terminal mounting).

1.2 Classification

Level A: General electronic products
electronic

Level B: Dedicated servic
Level C: High performarfce ele
determining the level to which his product

y be overlaps of equipment between levels. The
ihdicate any exceptions or additional requirements

The user of the asse

belongs. It should ke re
contract must ,®, ,
ere

to the parameters,

The follg ocument contains provisions which, through reference in this text
constitute part of IEC 61191. At the time of publication, the edition indicated
was valid. A documents are subject to revision, and parties to agreements based

on this part of IEC 61191 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent edition of the’'normative document indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 61191-1:1998, Printed board assemblies — Part 1: Generic specification — Requirements
for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly
technologies
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